
PCB 제조 공정

1. PCB 개요

컴퓨터, 텔레비젼, 오디오, 비디오, 전화, 카메라, 자동차 계기판 등과 같은 수많은 전자제

품의 중심부품으로 사용되는 PCB는 전기 절연성 기판 표면 또는 표면과 그 내부에 전기설

계를 근거로 하여 도체패턴을 도전성 재료로 형성하여 고착시킨 것이다. PCB는 최종 완제

품 내부의 각종 부품들을 탑재하는 받침대 역할 및 부품들의 신호를 서로 연결시켜 주는 역

할을 한다.1)

PCB는 회로가 형성된 곳에 홀 (h ole) 가공을 하여 트랜지스터, 고밀도 직접회로 등 첨단

전자부품과 일체화시켜 전자제품 조립의 자동화, 고신뢰성, 그리고 제품의 소형화에 크게 기

여하고 있다. 컴퓨터 및 전자산업의 근간이 되는 PCB 제조 시스템은 많은 자본을 요하며

노동집약성 사업으로 그간 대부분 중소기업에서 제조되어 왔으나, 최근에는 일부 대기업에

서도 제조시스템을 구축하고 있다.

P CB는 그 용도 및 제조공법에 따라 여러 가지로 분류되며 절연체 또한 여러 가지 종류가

사용된다. 절연체 (기판의 재질)에 사용되는 수지의 종류 및 특성은 T able 1과 같다.

Table 1. 적층판에 사용되는 수지 종류 및 용도

구 분 특 성

Phenol

Resin

합성수지 중에 가장 역사가 오래된 것으로 적층판의 다른 것에

비해 성형재료, 접착제, 도료 등의 전기 절연재료로서 대량 사

용되고 있다.

Epox y

Resin

전기특성, 접착성, 내열성, 내습성, 내약품성, 치수 안정성에 우

수한 적층판용 수지로서 사용되고 있다.

Polyimide

Resin

폴리이미드 개발은 미국항공우주국에서 고내열성 재료로서 개

발되었다. 납땜 (소다)온도에서는 물론이고 400℃ 부근에서 연

속사용에도 견디는 난연성이다.

B - T Resin 폴리이미드와 동등한 열변형온도(300℃)를 가지며 폴리이미드

보다도 우수한 동박 접착력을 갖는다.

PCB의 종류는 제조공법을 포함한 여러 가지로 분류되나 전반적으로 개판의 재질과 적층

되는 층수에 의해 대별된다. 즉, 보통 단면 (sin gle- sided ), 양면(double- sided ), 다층 (4층 이

1) 전태보 외, 시뮬레이션을 이용한 PCB 제조시스템의 수행능력 분석, 산업공학회지 6(2) pp.13
3∼137, 1993



상) 그리고 flex ible PCB 등으로 분류된다. 단면 PCB는 회로가 단면에만 형성된 PCB를 말

하며, 실장밀도가 낮고 제조방법이 간단한 저가의 제품이다. T V , VT R , 및 오디오 등 가전

제품 등에 주로 사용된다. 양면 PCB는 회로가 상, 하 양면으로 형성된 PCB로 단면 PCB에

비해 고밀도 부품실장이 가능한 제품이며, 상하 회로는 스루홀에 의해서 연결되어 진다. 주

로 프린터, 팩스등 저기능 OA기기와 저가격 산업용 기기에 사용된다. 다층 P CB 양면기판

의 두면 외에 회로가 형성된 기판을 내부에 추가한 경우로 이를 내층(inner lay er )이라 부르

며 각 내층 1장당 2면씩 층을 구성한다. 따라서 내층의 수에 따라 다층 PCB의 층수는 4,

6, 8,…등으로 분류된다. 다층 PCB는 주로 대형 컴퓨터, PC, 통신장비, 소형가전기기 등에

사용된다.

2. PCB의 제조

PCB 제조공정은 설계가 완료된 후 해당설계에 맞는 공법을 선택하여 단면 PCB, 양면

P CB 및 다층 PCB로 구분하여 제조하게 된다. 단면 PCB, 양면 P CB 및 다층 PCB의 제조

공정을 F igure 1, 2 및 3에 각각 나타내었다.

Figure 1. 단면 PCB 제조공정



Figure 2 . 양면 PCB 제조공정

Figure 3. 다층 PCB(6층) 제조공정



1) 내층회로 인쇄

내층회로 인쇄방법은 사진인쇄법과 스크린 인쇄법이 있다. 사진 인쇄법은 양면 및 MLB

제품에 적용되며 스크린 인쇄법은 단면, 저밀도 제품에 적용된다. 사진인쇄법은 회로를 사

진촬영 방법에 의해 형성하는 방법으로 감광성이 있는 드라이 필름을 열과 압력으로 내층용

동박적층 원재료의 표면에 밀착 도포한 후 회로가 나타나 있는 마스터 필름을 이용하여 빛

을 조사한 후 현상을 거쳐 회로를 형성하는 방법이다. 스크린 인쇄법은 드라이 필름 대신

회로가 나타나 있는 실크스크린에 의해 잉크를 제품의 표면에 회로부분만 인쇄하는 방법이

다. 회로인쇄방법을 도식하면 Figure 4와 같다.

Figure 4 . 내층회로 인쇄공정

2) 내층 에칭 & 레지스트 박리

사진인쇄법 및 스트린 인쇄법에 의해 회로인쇄가 완련된 내층용 원판의 표면을 회로부분

만 남기고 불필요한 동박을 부식성이 강한 약품으로 제거하여 회로를 형성하고, 회로부분만

을 도포하여 부식을 방지하고 있던 드라이 필름을 박리하여 회로형성을 완료하는 공정이다.

공정을 도식하면 Figure 5와 같다.

Figure 5 . 내층에칭 & 레지스트 박리 공정



3) 적층

내층용 원판상에 사진법 또는 인쇄법에 의해 내층회로를 형성한 후 설계된 층별 적층구조

에 맞추어 순서대로 배열 (lay up )하고 각 층 사이에 접착 및 절연의 기능을 수행하는 반경

화 에폭시 함침 그래스 sheet (pre- preg )를 삽입한 후 고열과 압력을 가하여 각 층을 접착하

는 공정으로 다층 PCB 제품에만 적용되는 공정이다. 적층공정을 도식하면 Figure 6과 같

다.

Figure 6. 적층 공정

4) 홀가공

홀가공은 회로와 회로 사이의 전기적 접속이 가능하도록 PCB 내에 구멍을 뚫는 것이다.

가공되는 홀의 위치 정밀도는 P CB에 있어서 중요한 품질요소이기 때문에 홀가공설비는

CN C 방식의 다축 드릴링 장비를 사용한다.

현재는 초경 텅스텐 카바이드 드릴비트를 사용하여 0.3∼0.6mm까지 기계적 방법으로 가공

하고 있으며, 이보다 더 작은 홀가공 및 IVH MLB 가공을 위하여 Laser , plasm a 기술을 응

용한 새로운 홀가공 기술이 개발되고 있다. CN C 드릴장비에 의한 홀가공 및 CNC 드릴

장비를 F igure 7에 나타내었다.

Figure 7 . CNC 드릴장비에 의한 홀가공 공정



5) 도금

홀 가공후의 드링링된 홀속의 벽면은 전도성이 없는 상태로 레진과 그라스가 노출되어 있

기 때문에 전기적으로 접속이 가능하도록 전도성이 있는 물질 (동)로 두금한다. 도금처리 순

서는 드링링된 홀벽은 전기적 성질을 갖고 있지 못하기 때문에 1차적으로 화학약품에 의해

전기를 필요로 하지 않는 무전해 동도금을 한 후 그 위에 2차적으로 전기방식의 동도금을

한다. PCB의 통상 도금 두께는 20∼30㎛ 수준이며 점차 fin e patt ern화되면서 10∼15㎛ 정

도로 낮아지고 있다. 동도금 과정의 모식 및 자동 동 도금라인을 F igure 8 에 나타내었다.

Figure 8. 도금공정 및 자동 동 도금라인

6) 회로인쇄

내층회로 인쇄공정과 동일한 방법을 적용한다.

7) 에칭 & 레지스트 공법

내층 에칭 & 레지스트 박리와 동일한 방법을 적용한다.

8) Solder Mask 인쇄

부품실장시 솔더링 땝납의 브리지 발생을 방지하고 노출된 회로의 산화를 방지하기 위하

여 영구적인 에폭시 성분의 솔더마스크 절연잉크를 도포하는 공정이다. 도포방식에는 저밀

도 PCB의 경우 씰크 스크린 인쇄방법에 의해 열경화성 잉크를 직접 도포하며, 고밀도 PCB

의 경우 회로 형성시와 유사한 방법으로 감광성 잉크 (Ph oto S/ R )를 실크 스크린 인쇄법 또

는 스프레이 코팅법으로 전체 도포후 불필요한 부분을 노광 및 현상으로 제거한 다음 열경

화 도포하는 방법이 있다. Solder M ask 인쇄공정을 Figure 9 에 나타내었다.



Figure 9. So lde r Mas k 인쇄

9) 외형가공

P CB의 최종 외형을 잘라내는 공정으로 대량생산 방식으로는 금형을 사용한 프레스 가공으

로 절단을 하고, 다종소량의 경우 CNC 방식의 라우트 장비에 의해 외형을 가공한다. 단면

P CB의 경우 전량 금형으로 가공하며, 외형가공과 함께 부품실장홀을 동시에 가공한다. 금

형에 의한 외형가공과 CNC 라우터에 의한 외형가공을 Figure 10에 나타내었다.

Figure 10. 금형 및 CNC 라우터에 의한 외형가공

10)검사

제작된 PCB의 회로연결상태 및 외관을 검사하는 공정으로 검사방법은 전기적 검사와 육안

검사로 구분된다.

전기적 검사 (electr ic in spect ion )는 설계된 dat a를 기준으로 전기검사용 JIG를 제작하여

P CB의 회로형성이 설계 dat a와 동일한 상태로 제작이 되었는데 각 회로별로 신호를 check

할 수 있는 장비를 이용하여 전수 실시한다.

육안검사 (visual in spect ion )는 전기적 검사가 완료된 PCB의 외관적인 결함을 사람의 눈으

로 검사하는 공정이다. 점차 고밀도 회로화로 인한 육안검사의 한계점에 다달아 기계적으

로 검사가 가능한 장비를 개발 이용하는 추세로 변화하고 있다.


